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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Neuvieme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches souples avec

connexions transversales

AVANT-PROPOS

1) Les dgcisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques. préRasés p: i "Etudes ol
sont rpprésentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dags la\pldg bossible un
accord international sur les sujets examinés

2) Ces decisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telled\p itg onaux.

3) Dans |e but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le ve€u qu ous le N ptent dans
leurs yégles nationales le texte de la recommandation de la CE1, dans Ja 0 Qns ermettent.
Toute|divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nagi6nale cOxgespe ddnte dyjt, dz u possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La prés

Le textd

ente norme a €té établie par le C

Circuits imprimés,

R

ble des Six Mots Rapport de \gte Q N des Deux Mois Rapport de vpte

52(BC)312 (BC)3 i )\/ 52(BC)331 52(BC)34

Les rap
a I'appr

voteNndigués dans la\tabl \@us donnent toute information sur les votes aydnt abouti
pbation de

INTRODUCTION

La Publ

carion 326 de fa CET est applicable aux cartes imprimees, indépendamment de leur procéde de fabri-

cation, lorsqu’elles sont prétes pour le montage des composants.

Elle est divisée en différentes parties contenant des informations pour le concepteur, des recommandations
pour le rédacteur de spécifications, des méthodes d’essais et des prescriptions pour les différents types de

cartes imprimées, par exemple cartes imprimées a simple et & double face, cartes imprimées multicouches et
cartes imprimées souples.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 9: Specification for flexible multilayer printed boards
with through connections

FOREWORD

1) The formal [decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical £
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that allatioha
of the IE C [recommendation for their national rules in so far as national conditi i
IEC recommendation and the corresponding national rules should. as fa

The text of this standard is based on the followin

cu

nsc.

text
h the

nis;
Six Morjths’ Rule W on Voting \ \ 0 Wocedure Report on Voting

yARN
328
N\

52(C0)Y312 2(C
@ r\\\(

~—
\ >~z(/c0)331 52(CO)340

% é INTRODUCTION

Full information on the¥oting for the appreyal ofthisstardard can be found in the Voting Reports, indichted
in the above(table. %

IEC Publicafion 326 relates To printed boards irrespective of their method of manufacture, when they are

ready for mounting of the components.

It is divided into separate parts covering information for the designer, recommendations for the specification
writer, test methods and requirements for the various types of printed boards, for example single and double

sided, multilayer and flexible printed boards.
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CARTES IMPRIMEES

Neuvieme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches souples avec

connexions transversales

1 Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées multicouches souples avec connexions transversales,

indépendamment de
et vende

- I ~ - k]
prescripfions uniformes pour juger des propriétés et des dimensions. L’expression «

leur procédé de fabrication. Elle est destinée a servir de base aux accords entre acheteur

.. 5 PN

nit les caracté ques-a-évaluerlesméthodes-dessa-asuivreetelefosmule des
cernéex»,

utilisée plus loin, se rapporte a de tels accords. La présente spécification n’est pasapplic4ble les plats.

2 Réfédrences normatives

Les nores suivantes contiennent des dispositions qui, par suite-de Ia 8JGqu aite, constifuent des
dispositjons valables pour la présente Norme internation { publication, leq éditions
indiquégs étaient en vigueur. Toute norme est sujette A réwvisi j I¢ ies prenafites aux accords fondés sur

la présepte Norme internationale sont invijée

appliquer les édition§ les plus

récentey des normes indiquées ci-aprés. S < ¢ T1SO possédent le redistre des

Normes|internationales en vigueur.

CEI1 6812-3: 1969, Essais d’ eT ig . Essais — Essai Ca: Essai continu d chaleur

CEI 6812-20: 1979,
CEI 6812-38: 1974,

CE1 194: 1988, Ter
CEI32 i

CEIl 32
CEI1 32

Ess i xieme partie: Essais — Essai T: Soudure.
ieme partie: Essais — Essai Z/AD: Essai cycliquf compo-

& pour faconeeption &t I'utilisation des composants destinés & étre montés sur des cartes
ages _et-Cicultsdimprimés.

¢s — Troisieme partie: Etudes et application des cartes imprimégs.
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1 Scope
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PRINTED BOARDS

Part 9: Specification for flexible multilayer printed boards
with through connections

This standard relates to flexible multilayer printed boards with through connections irrespective of their
method of manufacture. It is intended as a basis on which agreements between purchaser and vendor can be

made. This s

andard defines the characteristics to be assessed, the test methods to be used and it establishes

uniform requ
refers then t

2 Normativle references

The followin
Internationa
subject to 1

IEC and IS

IEC 68-2-3:
IEC 68-2-2(

IEC 68-2-3§:

IEC 194: 14
IEC 321: 1

IEC 326-2:
IEC 326-3:

cyclic test.
88, Ter @
D70, Guidande £

irements for judging properties and dimensions. The term «relevant specifi
such agreements. This specification is not applicable to flat cables.

p standards contain provisions which, through reference-

ation» usedthdrein

this
are
d to
Is of

with
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3  Généralités

© CEI

Les tableaux suivants contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais appropriés
pour vérifier ces caractéristiques.
Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tableau 1 doivent étre effectués. Lorsque la spécifica-
tion concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques supplémentaires qui exigent d’autres essais,
les essais a appliquer doivent étre choisis dans le tableau 2.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires & donner dans la spécification concernée, cette néces-

sité est indiquée par un astérisque dans la colonne prévue a cet effet. Ces détails sont alors spécifiés selon la
Publication 326-2 de la CEI.

Les tabl
porte qu

Le nom

4 Eprduvettes

paux n’ont pas pour but d’'imposer une séquence d’essais; ceux-ci peuve
el ordre, sauf spécification contraire.

pre d’échantillons doit également étre spécifié dans la spécificati

ins n’im-

Les essdis sont effectués de préférence s liser des
éprouve blication
326-2de Ifetlg.
5 Spécffication concern¢e

La spécification c Qrfnations nécessaires pour définir complétement ft claire-
ment la(carte imprinée données dans la Publication 326-3 de la CEI doiyent étre
suivies.

H convig perflues. Les écarts permis doivent étre stipulés, le cas échéaft. et des
valeurs fip s si elles
suffisent. la carte
imprimé

§'il existe différentes possibilités de présentation on de classe de tolérances, etc.ce sont celleslqui sont
données dans la Publication 326-3 de la CEI qui seront choisies.

6 Caractéristiques des cartes imprimées

(Voir tableaux 1 et 2.)
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3 General

C

The following tables contain all important characteristics and make reference to the appropriate tests to verify

these charac

teristics.

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table 1 shall be carried out. Where the relevant specifica-
tion specifically claims additional characteristics which require additional tests, the relevant tests shall be
selected from Table 2.

Where additional details for a test shall be specified in the relevant specification, this is indicated by an
asterisk in the relevant column. These details shall then be specified in accordance with IEC Publication

326-2.

The tables aze not intended to prescribe a test sequence; the tests may be carried out iff a

otherwise sp

The sample

4 Test spec

The tests shafll preferably be carried out on prodyctio

they shall be
pattern is sh

5 Relevant

The relevant

completely.

Care should
sary. Nomin

precise specifica

and restricte

If there are

ene
ecified.

huantity shall also be specified by the relevant specification.

mens

ést coupons is agreed u
prepared in accordance with 1EC Publicatip Sub-slause/4.2. A suitable composite

pwn in Figures 1a, 1b, 1c, 1d, le, 1f-and 1g.

specification

specific
Che reco

sevetval possibilities of presentation or of tolerance classes. etc.. the selections given in

unless

pOon,
test

and

ces-
NCre

EC

Publication 326-3 shall be applied.

6 Characte
(See Tables

ristics of printed boards

1 and 2.)
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire)
3 I
v g ‘2
] 5 °
N == 2 E‘
L (53
i S | ZES 33
Caractéristiques ‘= ‘2 ~T g c o Exigences Remarques
28 O = = o=
U -z T Q= =9
— o~ wE S Z 3
o.M | 288 S0
TE0| £E28 £ 8
.z oA 1<% QO
ZAZE | QA 2 m
6.1 Examen général
6.1.1 Examen visuel
6.1.1.1 Conforj;ité et 1 * Carte impri- Impression. marquage, iden-
identifidation mée compléte tification et fini du matériau
ou éprouvette doivent étre conformes i la
composée spécification concernée. I
complete doit pas y avoir de défaut?
apparents
6.1.1.2 Aspect [et qualité la Carte impri-

de I'exdcution

6.1.1.3 Trous n|

étallisés

A
IR

mée compléte
ou éprouvette
composée
complete

La surface totale des man-
ques ne doit pas dépasser
10% de la surface totale de la
paroi. La dimension la plus
grande ne doit pas dépasser
25% de la circonférence du
trou dans le plan horizontal
ou 25% de I'épaisseur de la
carte dans le plan vertical

La métallisation des trous
métallisés ne doit pas présen-
ter d’interruption a la jonc-
tion de la paroi du trou et de
I'impression conductrice ou
de I'aoneaun d'une couche in-

* Voir le troisiéme alinéa de I'article 3.

terne

La jonction doit étre considé-
rée comme se¢ prolongeant
dans le trou sous la surface de
la carte sur une distance
égale a une fois et demie
Pépaisseur totale de cuivre
sur la surface ou comme
étant le double de I'épaisseur
de cuivre de la couche in-
terne au niveau de Panneau
de contact
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments)

e 20

and solderability

Total area of the voids shall
not exceed 10% of the total
wall area. The largest dimen-
sion shall not exceed 25% of
the hole circumference in the
horizontal plane and 25% of
the thickness of the board in
the vertical plane

Plated-through holes shall
have no plating voids at the
interface of the hole wail and
the conductive pattern or in-
ternal layer ring

2L og
=S8
g | 8=E £ £
0R 239 E =
Characteristics m ‘;’ 2 gf:-) 3 S = Requirements Remarks
e ER ? £
25 | £5% £
=g-» <gg »w A
6.1 General examination
6.1.1 Visual examination
6.1.1.1 Conf¢rmity and 1 * Complete Pattern, marking, identifi-
identiffication printed board cation, material and finishes /(
or composite shall comply with the re;
test pattern levant specification. There
shall be no apparent defedts
6.1.1.2 Appeprance and la Complete
workfnanship printed board
or composite
test pattern
6.1.1.3 Platedl-through of€s shall be
holes free from in-
y sort that could
ponent insertion

* See the third paragraph of Clause 3.

The interface shall be con-
sidered to extend into the
hole below the surface of the
board at a distance of one
and a half times the total cop-
per thickness on the surface
or to be two times the inner
layer copper thickness at
level of contact ring
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

dé 3
() w
< . O g
q 5= 2 =
& Gvsd s
o Q L EO 30 .
Caractéristiques =< 2T o e Exigences Remarques
] g 0 = .2 s 8
V3 T L= =9
—E—=1 4,58 =
o 2| =8E £9
S0 | &2 £ 8
z = W ow \8_ O O
Z A s [a m
ic Des coulées de résine sur la
tranche du cuivre collé _en
contact avec le cuivre déposé
ne doivent pas étre considé-
rées comme cause de rejet a
moins que la coulée n'intex?
rompe la continuité éle
trique x
la Il ne doit y avo

du cuivre

6.1.1.4 Contoyr de la
carte

6.1.1.5 GEillets §
\§

sans déchirure ni entaille

Les ceillets doivent étre fer-
mement fixés. La base métal-
lique des ceillets métallisés ne
doit pas étre visible. Les wil-
lets ne doivent pas étre fis-
surés. Autour de I'eeillet au-
cune atteinte au conducteur
ou au substrat ne doit étre

constatée
6.1.1.6 Liaison'des Cartempri- esconducteurs ne doivent
conducteurs au mée compléte pas présenter de défauts
support ou éprouvette d’adhérence au support ‘iso-
isolant composée lant, mis en évidence par des
compléte cloques et plissements autres

que ceux qui sont admis dans
la spécification du matériau
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Table 1 — Basic

characteristics (mandatory assessments) (continued)

6.1.1.4 Board edges

6.1.1.5 Eyele

w

30

e

C
pripted board

es of the board and
cut-outs shall be
n cut without tears or

Eyelets shall be firmly secu-
red. Plated eyelets shall not
have exposed base metal.
Eyelets shall not have
cracked flanges. There shall
be no damage to conductors
or substrate around the
eyelet

2o
SE8 )
™ CeEw = £
N ©.E 3 E5
Of | §3% &2
Characteristics | b=} 5 & Requirements Remarks
< © kv
sS | £22 55
S & S &t 2=
Z o b=t I BRI}
75 | 8283 g2
v S e 2z
(k- <& v o
1lc Resin smear at the edge of
the clad-copper and the con-
tinuous plated copper is per-
mitted provided the smear
does not interrupt electrica
continuity
la

6.1.1.6 Bon ;115 conchres
tor to substrate

CUIHP;C[C
printed board
or composite
test pattern

TilClC bild“ ‘UC aoy bbpdldliUll
of the conductors from the
substrate by apparent blister
or wrinkles other than those
permitted in the material
specification
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

6.1.1.8 Défautg de
conducfeurs

WA Y

K

Carte impri-
mée complete
ou éprouvette
composée
compléte

loin des
De

sard,
teurs.

deux  conducteurs
contigus, la liaison doit étre
continue sur une largeur mi-
nimale de 0,5 mm. Il ne doit
pas y avoir de décollement
lorsque I'espacement entre
conducteurs est inférieur 2
0,5 mm

Entre

Il ne doit y avoir ni coupures
ni fissures. Des imperfec-
tions, telles que manques ou
défauts de bords, sont per-
mises pourvu que la largeur

8 5
3 5 %
[ < o
= S
@ |3%: :
- 8 §E5° 58
Caractéristiques = g " Exigences Remarques
w b
£S5 | BE5< =3
=8 ol 2358 =]
L = = Q
— < Q5 <
SEQ | 883 S5
ZEAE | A F m =
6.1.1.7 Liaison de la pelli- 1 Carte impri- La liaison doit paraitre com-
cule de[protection mée compléte pléte et uniforme. Des décol-
au support et a lements mineurs sont auto-
Pimpre$sion risés aux endroits suivants:
la

Si nécessaire. cela est vérifié
par un contrdle dep dimen-
sions, selon I'essai 2

6.1.1.9 Particules entre
conducteurs

Carte impri-
mée compléte
ou éprouvette
composée
compléte

du conducteur ou la ligne de
fuite entre conducteurs ne
soit pas réduite de plus qu’il
n'est spécifié dans la spécifi-
cation concernée, par exem-
ple 20% ou 35%. (Voir fi-
gure 3.)

Des particules métalliques
résiduelles sont permises
pourvu que la ligne de fuite
ne soit pas réduite de plus de
20% ou a moins de la dis-
tance requise pour les ten-
sions appliquées au circuit

Si nécessaire. cela est vérifié
par un controle des dimen-
sions, selon essai 2a
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Table 1 — Basic
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characteristics (mandatory assessments) (continued)

6.1.1.8 Cond
defecfs

Complete
printed board
or composite
test pattern

a) at random locations away

% of\the design width
isyal estimation. (See

ere shall be a minimum of
continuous bonding width of
0,5 mm between adjacent
conductors. There shall be no
delamination with conductor
spacings less than 0,5 mm

There shall be no cracks or
breaks. Imperfections such as
voids or eédge defects are per-
missible, provided that the
conductor width or leakage
path between conductors is

Lo c
SE8E
Q| 8§ £ £
O § 72395 2=
Characteristics el Rl Eé_ 5 & Requirements Remarks
) =0 & 2
.8 3 c 7
3 |£%8 2%
= = < B
35 |25 27
=& <2z na
6.1.1.7 Bonding cover 1 Complete The bonding shall appear to
layer to substrate printed board be complete and uniform.
and ppttern Minor delaminations are per-
mitted in the following posi-
tions:
la

Where necessary this shall be
verified by dimensipnal exam-
ination using test 2a

6.1.1.9 Particles
between
conductors

Complete
printed board
or composite
test pattern

not reduced by more than
specified in the relevant
specification, for example
20% or 35%. (See Figure 3.)

Residual metallic particles
are permissible provided that
the leakage path is not re-
duced by more than 20% or
to less than the distance re-
quired for the circuit voltage

Where necessary this shall be
verified by dimensional exam-
ination using test 2a
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)
(5]
9 o
3} £ 2
< 5 <3
o~ - =9 =3
& g2t g
o g £5° 3 38 :
Caractéristiques E o —T g c O Exigences Remarques
P =
g8 S 8% 29
_— g~ w = 9 =5
v fwm| =8 S 2
TEO| £43 £5
s =7 O » ‘g_ S O
ZAZE!l QAw o m
6.1.2 Contréle des dimen-
sions
6.1.2.1 Dimenslions de la 2 Carte impri- Les dimensions et les tolé-
carte mée compléte rances doivent étre con-
ou éprouvette formes a la spécificatig
composée concernée. L’épaisseur nom
complete nale de la carte dou “8tre x
6.1.2.2 Epaiss¢ur de la 2 \€paisseur totale dq la carte
carte dans la erles tolérances doiyent étre
zone d¢s contacts spécifiées selon la |Publica-
d’extrémité de tion 321 de la CEI
carte
6.1.2.3 Trous 2 Carte i Une gamme recommandée
mée comple de trous de différents diame-
ou épr des trous pour | tres et tolérances es] donnée
compegé doivent  étre | dans la Publication B26-3 de
complét es a la spécification | la CEI
Le diametre nominal des | Une mesure précise p'est pas
trous métallisés utilisés uni- | nécessaire parce fue les

6.1.2.4 Trous d

o7/ B %

O

Carte impri-
mée complete
ou éprouvette
composée
compléte

quement pour les connexions
transversales doit étre
conforme 2 la spécification
concernée

La concordance d'un trou
d'accés, y compris I'effet de
I'écoulement de I'adhésif de
la pellicule de protection, par
rapport a la pastille corres-

naondante —doit dtre telle que
T

€carts ne sont pas infportants

Largeur radiale mingmale
radiale effective redomman-
dée de la pastille:
— trous non métallis¢
0,15 mm,

trous—métallisésO

7]

0 mm

6.1.2.5 Fentes, encoches

Carte impri-
mée complete
ou éprouvette
composée
complete

le recouvrement éventuel ne
réduise pas la largeur radiale
effective de la pastille au-des-
sous de la valeur minimale
prescrite dans la spécification
concernée. (Voir figure 4.)

Les dimensions doivent étre
conformes & la spécification
concernée.
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)
2o c
EEZL
3 |2s2| E§
- O | 5873 S g :
Characteristics o 2 % =l 5 & Requirements Remarks
st | 58z| £8
Zg |48 Eq
52 | 2353 27
A <2¢ &2
6.1.2 Dimensional
examination
6.1.2.1. Boargl 2 Complete Dimensions and tolerances /(
dimefpsions printed board shall comply with the rele;
or composite vant specification. The po-
test pattern minal board thickness shyll
comply with the
specification \
6.1.2.2 Board|thickness in 2 Jotal board thickness and
the zdne of edge olerances shall bq specified
board [contacts in accordance with IEC Pu-
blication 321
6.1.2.3 Holes 2 Complete A recommended [range of
printed bogr hole sizes and tolprances is
Or composi given in IEC Hublication
/\( tes 326-3
> Q The nominal diameter of pla- | Accurate measureent is not
ted through holes used for | necessary since [deviations
through connections only | are not important
shall comply with the re-
levant specification
6.1.2.4 Accespholes Complete Registration of an access hole | Recommended mifiimum ef-
printed board including influence of ad- | fective land at fny point
or composite hesive flow in the coverlayer | around the hole:
test pattern with relation to the relevant
land on the base material | — plain hole 0.15 fim.
shall be such-that any-over plufpt thn\..gh hble

6.1.2.5 Slots, notches 2

Complete
printed board
or composite
test pattern

lapping will not reduce

The cffective land dimen-
sions to less than the mini-
mum stated in the relevant
specification. (See Figure 4.)

The dimensions shall comply
with the relevant specifi-
cation

0.10 mm
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6.1.2.8 Excenf

6.1.2.9 Tolérar

6.2.1

condudteurs

tilles

tion d¢
trous

ration des
trous gt des pas-

mée gomplete
prouvette

composée

compléte

Carte impri-
mée compléte
ou éprouvette
composée

es aux valeurs parti-
€s correspondantes
données dans la spécification
concernée

I ne doit y avoir ni interrup-
tion dans la pastille ni rup-
ture a la jonction de la pas-
tille et du conducteur

Les axes des trous doivent
étre situés dans les tolérances
spécifiées dans la spécifica-
tion concernée

— 18 — 326-9 © CEl
Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)
w
O X
N £ 2
© s 3 g
2 | 3.¢ £
S | 85°¢ 38
Caractéristiques = —~ T & = O Exigences Remarques
g g O = 9 [« =
S -5 T E2% =9
=] wE D =
o 2W | =gE S e
T2 | £ 23 < a
s 3 o ow e QO
ZE&S| O« & w =
6.1.2.6 Largeurs des 2 Carte impri- Les largeurs doivent étre | Si aucune tolérance n’est in-
£ P! 8
conducteurs mée complete conformes aux valeurs parti- ! diquée les tolérances larges
ou éprouvette culiéres correspondantes in- s la,Publication
composée diquées dans la spécification 1, soint appli-
compléte concernée
2a Des imperfections, teftes
) (Noir figure 3.)
6.1.2.7 Espacgments des 2

6.2 Essais électriques

Résistance

6.2.1.1 Variation de la ré-
sistance des trous
cycle

métallisés.
thermique

3c

1ot
COMPreTe

Selon spécification concernée

Non applicable aux maté-
riaux en polyester
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

condictors

6.1.2.8 Misalignment of
hole pnd land

6.1.2.9 Positipnal t
eranc¢ of hole
centells

%
ol

pripted board
composite
test pattern

Complete
printed board
or composite
test pattern

given in the relevant specifi-
cation

There shall be no interrup-
tion of the land. There shall
be no breakout at the junc-
tion of the land and the
conductor

The hole centers shall be
within any deviation speci-
fied in the relevant specifi-
cation

Z 9 g
=E.2
g | 8% £ E
ol %39S 8 £
Characteristics w 2 E = é 5 & Requirements Remarks
.8 =g® s
s5 258 S
2 | EgS 5 e
85 | 222 22
A <8¢ 23RS
6.1.2.6 Conductor width 2 Complete The width shall comply with | If no tolerances are stated,
printed board any specific dimensions given | the coarse deviation given in
or composite in the relevant specification IFFC Publicatiopn 326-3 shall
test pattern ply
<
2a
6.1.2.7. Spacing between 2 cing shall comply

6.2 Electrical tests
6.2.1 Resistance

6.2.1.1 Change in resist-
ance of plated-
through holes,
thermal cvcling

3c

The requirements of the rel-
evant specification shall be
met

Not applicable to polyester
materials
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Tableau 1 ~ Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

B 3
Q e 8
<
& - =8 &
N S, S £
Q % < ] 3 38
Caractéristiques b 2 =T < ) Exigences Remarques
2 [T o =
62 | S2% =
— w = O Rt
ol | 23 ERS
TS0} £ a8 < &
s 5 W w a [S3V5)
Za = O & |S2 1
6.2.1.2 Eillets A I'étude
6.2.1.3 Court-circuit 4a * Carte impri-
mée compléte
ou éprouvette
composée
complete
6.2.2 Résistance|d’isole- 6 * La résistance d'isolefnent est
ment avant e aprés

climatique de condi-
tidpnement et épreuvie a tem-

rature élevée. conjme spé-
cifié dans la spégfication
concernée

6.2.2.1 Préconditionne- 18a *
ment Q
6.2.2.2 Mesure| dans les 3
conditigns at-
mosphdriques
ou
i>o

normal
uJ

6.2.2.2.1 Coucl
exterI

6.2.2.2.2 Couc
intern

6.2.2.2.3 Entre| M

6.2.2.3 Conditi
selon |
tion 68}2-3,de la
CEI oy 1aPubli-
cation 68-2:38

Conditionnement agplicable
a spécifier dans la spécifica-
tion concernée

6.2.2.4 Mesure a tempé- Non applicable aux maté-
rature élevée riaux en polvester

6.2.2.4.1 Couches 6a Eoul
externes

6.2.2.4.2 Couches 6b * Eoul
internes

6.2.2.4.3 Entre couches 6¢ * M

* Voir le troisi¢me alinéa de I'article 3.
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

I

6.2.2 Insulition

resisthnce

6.2.2.1 Prgconditioning

6.2.2.2 MEasurement at
standard
atnospheric
cqnditions

62221

62222

6.2.22.3

6.2.2.3 (onditioning
1E C Publicatio
48*2°3/0r Publica-
tion 63-2-38

£ o c
=]
=E .2
] = LI =}
Q < .E 8 E5
ol 235 38 =
L o [P I IS .
Characteristics w == 5 e Requirements Remarks
— —'s
.2 g5 * = =
c g ¢ &£ e
{ = %= £
23 |£5¢% Eo
w D T £ O
8= T o5 a8
= <& 2 B A
6.2.1.2 Eyelets Under consideration
6.2.1.3 Shoft circuit 4a * Complete (
printed board
or composite
test pattern

Insulation resisthnce shall be
measured befofe and after
environmental [conditioning
and at elevated| temperature
as specified in|the relevant
specification

Applicable cpnditioning to
be specified |n the relevant
specification

6.2.2.4 Measurement at
elevated tempe-
rature

6.2.2.4.1 Surface layers

6.2.2.4.2 Internal layers

6.2.2.4.3 Between layers

* See the third paragraph of Clause 3.

6a

6b

6¢

Eorl

Eorl

Not applicable to polyester
materials
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)
] 8
) g Z
=] - L E-
~ =9 I
s G 28 =
: S | k59 35
Caractéristiques R =35 e 9 Exigences Remarques
28 852 S3
= TER =3
— R v = O = 2
o 2/l 8 ‘g s
2O 3 78 G5
ZES | R= B3 m =
6.3 Essais mécaniques
6.3.1 Force d’§dhérence
6.3.1.1 Conducteur au G La force d’adhérenc licule de
suppgrt isolant étre conforme 2 la
tion concernée
6.3.1.2 Mesurg dans les 10a *
conditjons
atmosphériques
normafes
6.3.1.3 Mesuge a haute 10b Non applicable ayx maté-
tempéfrature riaux en polyester

6.3.2 Force d’ayrachement

6.3.2.1

6.3.3 Forced'a

6.3.3.1

Pastillds avec
trous fon métal-
lisés

xqchem

Trous| métallisés

sans prstille

N
- X

S

La pastille ne doit pas se dé-
tacher pendant I'opération de
brasage. La valeur de la force
d’arrachement ne doit pas
étre infériecure a la valeur
spécifiée dans la spécification
concernée

La force d’arrachement ne
doit pas étre inférieure 2 la
valenr spécifiée dans Ia spécic

Un échantillon souple néces-

site le support d’un

gide

carte ri-

6.4 Essais divers

6.4.1

Revétements
métalliques de

finition

* Voir le troisiéme alinéa de Particle 3.

fication concernée
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments)(continued)

Characteristics

Publication 326-2

Additional test details
to be specified in the
relevant specification

Test No. TEC

Specimen of com-

posite test pattern

Requirements

Remarks

6.3 Mechanical tests

6.3.1 Peel sirpngth

6.3.1.1 CondJictor to base
materfial

6.3.1.2 Meapurement at
stanglard atmos-
pherjc con-
ditiops

6.3.1.3 Meaburement at
elevated tempe-

ratufe

6.3.2 Pull-stiength

6.3.2.1 Pull-off strengﬂ<

land$ with plai
hole:
6.3.3 Pull-oyrsyeng

6.3.3.1 Landless

platddsthrough
hole

%

10a *

10b

>/%7
L

cation

The peel strength shall com-
ply with the relev if

The land shall not become

detached during soldering
operation. The  pull-off
strength shall not be less than
the value specified in the rel-
evant specification

The pull-out strength shall be

not less than the value speci-

fiad 1o b 1 3
HeGHRE-FeiEva o

?ut cover

Not applicable t
materials

polyester

A flexible specim¢n needs to
be supported by afrigid board

6.4 Miscellaneous tests

6.4.1 Plating finishes

* See the third paragraph of Clause 3.

Aatcnacifio:
F=5pectt

tion
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

]
" = 2
° b ©
o~ _ = o o
& Se§ &
s 3 859 38 :
Caractéristiques ‘5 ‘: =T g = O Exigences Remarques
%3 8 5= S35
SE_| D=3 =
s lw | T3 g2
59|z %¢ £ 5
Ze = O & M2
6.4.1.1 Adhérence du re- 13a K On ne doit pas constater la
vétement métalli- présence de revétement
que, mEthode du adhérant au ruban adhésif
ruban 4dhésif aprés l'avoir arraché du
conducteur, autre que le sur-
plomb
6.4.1.2 Epaissqur de mé- 13f * K L’épaisseur doit [\
tallisatipn (zones ou i
des corftacts) carte
imprimée
6.4.2 Soudabilité 14a * H Non applicable aux maté-
riaux en polyester. [Pour les
matériaux en polyimide, il
peut étre nécessaire fle proté-
ger la brasure par uft revéte-
ment approprié
Q i L’essai doit étre appliqué a
des cartes en condftions de
calisés en un seul en- | réception ou aprés essai du
H de la surface vieillissement accéléfé. selon
accord entre acheteyr et ven-
g deur
A) Quand l'emploi d’un \/\ Flux non activé, comme spé-
flux non pctivé est cifié dans la Publicafion
agréé par |l'achete 68-2-20 de 1a CEI
et le vendepr \/
6.4.2.1 A la ré¢eption N > Mouillage: L'échantillon doit
étre mouillé dans les 3 s.
Quand un revétement de
protection temporaire des-
tiné & préserver I'aptitude au
mouillage est utilise, I"'echan-
tillon doit étre mouillé dans
les 4 s.
Retrait de mouillage: L’é-
chantillon doit rester en
contact avec l'alliage en fu-
sion pendant un temps com-
pris entre 5 s au minimum et
6 s au maximum et ne doit
pas présenter de retrait de
mouillage.

* Voir le troisiéme alinéa de Iarticle 3.
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Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

6.4.2.1 As rd
cond

%

Wetting: The specimen shall
wet within 3 s. When tem-
porarily protective coating
intended to preserve the wet-
tability is used the specimen

2o
=EEL
~ O == L
o% [ 332 &
Characteristics m 2 223 < & Requirements Remarks
= ZE R © q
-8 2 g9 s Z
= - ]
z 3 =I0 g E @
25 |S535 9z
fE | <e® &&
6.4.1.1 Adhesion of 13a K There shall be no evidence of
plating, tape plating adhering to the tape
method after removal from the con-
ductor, other than resulting
from overhang
6.4.1.2 Thickness of 13f * K The thickness sha
platinig, or with  the \
contaft areas printed cation
board
6.4.2 Solderapility 14a * H Not applicable tq polyester
materials. For polyimide ma-
terials, appropriat¢ driyng to
protect the soldering may be
necessary
Testing shall be cafried out in
the as received copditions or
after accelerated |ageing as
agreed upon betjveen pur-
Q chaser and vendor
A) When tle use of a Non activated fluk as speci-
nonactivited flux i fied in IEC Publifation
agreed Hetween pur- 68-2-20
chaser

* See the third paragraph of Clause 3.

b el 4
SHdiT WCT WIUHIT 25

Dewetting: The specimen
shall remain in contact with
the molten solder for 5 s min-
imum and 6 s maximum and
shall not have dewetted
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Caractéristiques

<
2
o =
o S
o~ _= 9
& | BzE
Q 28
— N U <
< - T &
»w & <
L) v o= -E
(P '02'—";
= »w = O
. 2H = 8%
SEU| S48
s = ‘!Dm‘a_
A -] A< Z

"z

I'éprouvette composée

Echantillon de

Exigences

Remarques

6.4.2.2 Aprés vieillisse-
ment accéléré

Mouillage: L’échantillon doit
étre mouillé dans les 4 s.

B) Quand lemploi d'un
flux activé| est agréé
par l'achefeur et le
vendeur

6.4.2.3. A la r¢ception et
aprés | vieillisse-
ment dccéléré

G55
Y,

o

Retrait de mouillage:
L’échantillon doit rester en
contact avec l'allitage en fu®
sion pendant un temps co

6 s au maximum et
pas présenter
mouillage.

Pour les cartes avec ou sans

revétement de protection
temporaire soudable:

Mouillage: L échantillon doit
étre mouillé dans les 3 s.

Retrait de mouillage :
L’échantillon doit rester en
contact avec lalliage en fu-
sion pendant un temps com-
pris entre 5 s au minimuim et

Flux activé. (0.2%)| comme
spécifié dans la Pyblication
68-2-20 de la CEI

6 s au maximum et ne doit
pas présenter de retrait de
mouillage.

Pour le mouillage et le retrait
de mouillage (si applicable),
les trous doivent étre
conformes aux trous correc-
tement mouillés, représentés
a la figure 5. dans la mesure
du possible pour les maté-
riaux peu épais utilisés pour
les cartes imprimées souples
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Characteristics

2es

&5.8
o~ Les
& =8
(O] PO =
[ag} [SER IR
U—]: "‘_A:D
=3 Eg%
= o
SE | §5%
L S0 g
%5 255
S L fegT
~ A < 2 &

Specimen of com-

posite test pattern

Requirements

Remarks

6.4.2.2 After accelerated
ageing

Wetting: The specimen shall
wet within 4 s.

B) When the fise of an ac-
tivated fluk is agreed
between purchaser
and vendof <

6.4.2.3 As regeived con-
dition| and after
acceldrated aging

o

Dewetting: The specimen

shall remain in contact wit
the molten solder for 5 s mif-
imum and 6 s maximum axnd

For boards with or without
solderable temporarily pro-
tective coating:

Wetting: The specimen shall
wet within 3 s

Dewetting: The specimen
shall remain in contact with
the molten solder for 5 s mi-
nimum and 6 s maximum and
shall not have deweited

Activated flux (0.2
cified in IEC Publ

68-2-20

o) as spe-
cation

For both, wetting and dewet-
ting (if applicable) the holes
shall comply with the well
soldered holes of Figure 5, as
far as possible with the thin
material used for flexible
printed boards
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (fin)

©
3 £ ¢
9 g2 £
§ | 2£8|  g¢
Caractéristiques 5 C 23 ¢ 2 @ Exigences Remarques
£s | 5= 2%
S 5m| 232 E
SE0| £43 £E
ZE=|A1¢% 92
6.4.3 Résistance aux 17a Aucun signe de:
solvants et aux = cloquage ou décollement
Sflux interlaminaire ;
— enlévement accidentel de
réserve ou d’encre;
— dissolution;
— changement importapt d
couleur \
Acceptation si:
a) marquages
b) marquag
sibl
Rejet si;
maxqtfage, illi
) maxguages\douteux /c'est-
a-dire\avec possibilités de
des caractéres
par exemple
, C-G-0O
6.4.3.1 Décollement in- 15a " G Il n¢/doit y avoir ni cloquage | On ne fait une coupe micro-
terlam|naire, ni décollement interlaminaire | graphique que si la gpécifica-
choc thermique apparent tion concernée l‘exi_je
6.4.3.2 Préconditionne-
ment

* Voir le troisi¢me alinéa de [article 3.
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'Table 1 — Basic characteristics (mandatory assessments) (concluded)

2ec
EEE|
a9 < .E g E 5
va 2OE 3£
Characteristics W Sz é_ s o Requirements Remarks
-z =0 3 >
- s 2.2 g &
b5 = 7@ =Nt
Z 32 =L = R=g}
72 | 223 3%
=7 - oo
Ea <22 A a
6.4.3 Solvent and flux re- 17a * No sign of:

sistance — blistering or delamination:

— random removal of areas
of resist or ink;

— dissolving; <
— substantial change in £ol-
our

Accept if:
a) markings

6.4.3.1 Delamination 15

re shall be no apparent | Microsectioning wjll be done
thermjal shock

blistering or delamination only when required in the rel-
evant specification

6.4.3.2 Preconditioning

Zo7

7

* Sce the third paragraph of Clause 3
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Tableau 2 — Caractéristiques supplémentaires_(a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

8 3
3] g 2
o

o~ =8 &

N 3, S £

& | 858 38

Caractéristiques S e T £ =3 Exigences Remarques

20 o =2 = °

K=" T L= =5

— g = w = O =5

o B2l = 9= S9o

S0} Ea38 < 8

2 3 W » *8_ QD

Z A= A & m

6.5 Contréle des
dimensions

6.5.1 Position| de I'im- Carte impri- La position doit étre hent pas
pression| et des mée compléte conforme 2 toute dimensi & que le
trous paf rapport a ou éprouvette spécifique donnée dans I i com-
une donpée de ré- composée spécification concerng ma E: Hiale mi-
férence compléte & ’ est la re-
lation\ entre ksion et
ou. Lgrsque cettd mesure

6.6 Essais électfiques

6.6.1 Résistanc

ialement requise, on
plique les écarts| donnés

ns la Publication [326-3 de
la CEI. Quand celq est spé-
cifié, la structure dgs cartes
peut €tre vérifiée par une
coupe micrographigge

6.6.1.1 Résistapce des E * La résistance doit étre
conduc]eurs conforme a la spécification
Q\/\b concernée
6.6.1.2 Résistance des j 3b * D La résistance doit étre
terconngxions conforme 2 la spécification
> concernée
6.6.1.3 Variatidn de la ré 3 D La résistance doit étre
sistance| des prous conforme a la spécification
métallisrs concernée
6.6.2 Epreuve de courant
6.6.2.1 Trous métallisés Sa D Cinq trous au moins sont vé-

* Voir le troisi¢me alinéa de 'article 3.

rifiés. La métallisation doit
supporter le courant appro-
prié spécifié¢ dans la Publica-
tion 326-2 de la CEI: pas de
détérioration (fusion) ni sur-
chauffe se traduisant par une
décoloration
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Table 2 — Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

2L o
=E£.8
Do = L
QA S .5 § E 5
08 ERs b= =
.. o 15} e .
Characteristics m == 9 s a Requirements Remarks
—_ = -5 2 © — q
[=} = 7]
s= | 58« g8
Z < BN 7 ]
2 = s =L
%5 S L = 0=
63 T, % a8
= o <28 v o
6.5 Dimensional
examination
6.5.1 Position of pattern Complete The position shall com hot measu-
p - . . -
and hples relative printed board with any specific dimensions nt feature
to a datum(s) refe- or composite iven in the relevant specifi Jp between
p g C
rence test pattern cation fvhich con-
um radial
ially called
s given in

X Publication 326-3 shall
be applied. Whqre dimen-
sions of the strucfure of the
boards are specifigd, they can
be verified by midrosection

6.6 Electrical tests Q

6.6.1 Resistahce /\(

6.6.1.1 Resisfance of co 3a ) L The resistance shall comply
ductdrs with the relevant specifi-

cation

6.6.1.2 Resi D The resistance shall comply

tercd with the relevant specifi-
cation

6.6.1.3 Char D The requirements of the rel-
ance evant specification shall be
thro met

6.6.2. Current proof

6.6.2.1 Plated-through Sa D At least five holes shall be
holes tested. The plating within the

hole shall withstand the ap-
propriate current as specified
in TEC Publication 326-2
without burnout (fusing) and
without overheating as appa-
rent by discoloration

* See the third paragraph of Clause 3.



https://iecnorm.com/api/?name=b1759da1b7fef0f6370287137d7740f6

— 32 — 3269 © CEl

Tableau 2 — Caractéristiques supplémentaires (a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé) (suite)

L

3 ©

3] e 2

= s 8 g

—_—— O
S |Gt g
< 23 [} 8
PR o O < - .
Caractéristiques = fan RS P Exigences Remarques

20 o = .2 o =

32 o oS = o

R = ® _ >

— 8= 252 £ 3

gEW| T JE & 2

° O = a9 = o

s 5 SR g S O

Z e = Qw % |30 Bt
6.6.2.2 Epreuve de cou- 5b * L Les conducteurs ne doivent
rant pour les pas €tre détériorés (fusion) et
condudteurs il ne doit pas y avoir de sur-

chauffe se traduisant par une
décoloration

6.6.2.3 Epreuye de ten-
sion

6.6.2.4 Glissenjent de fré-
quence

6.7 Essais mécqniques

6.7.1 Fatigue 3 la flexion Eprouvette et nombjre de cy-
cles soumis & un accprd entre

acheteur et vendeur

6.7.2 Planéité Si applicable. surfacgs rigides

seulement

6.8 Essais divel.

6.8.1 Revétem
liques de

6.8.1.1 Adhér¢nce/du re- 13b K I ne doit étre constaté ni clo-
vétement,mé- quage—ni-décolement—du—re
thode du brunis- vétement métallique
sement

6.8.1.2 Porosité, exposi- 13c K Les prescriptions de la spéci-
tion aux gaz fication concernée doivent

étre satisfaites

6.8.1.3 Porosité, essai 13d * K Les prescriptions de la spéci-
électrographique 13e * fication concernée doivent
étre satisfaites

* Voir le troisigme alinéa de I'article 3.
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Table 2 — Additional characteristics (to be assessed only when specifically required) (continued)

6.7.2 Flatnegs

6.8 Miscellanfeous tests

6.8.1 Plating|
finishe

%
gl

®

%7

4

rinted\board

pleic

L oc
=E.8
N Q== L £
os | % =3 52
Characteristics &) 2 = gg 2 b5 & Requirements Remarks
S| BRI 53
28 | €98 Eg
s | 333 3 Z
FE | <e® & &
6.6.2.2 Current proof, 5b * L The conductors shall not
conductors burn out (fuse) and there
shall be no overheating as ap-
parent by discoloration
6.6.2.3 Voltqge proof 7a * E There shall be no
discharge Q
6.6.2.4 Freqyency drift 8a *
6.7 Mechanigal tests
6.7.1 Flexurgl L The pattern to be|tested and
fatigue the number of cydles shall be

agreed upon befween pur-
chaser and vendo

If applicable. rigid areas only

* See the third paragraph of Clause 3.

6.8.1.1 Adhsion of 13b K There shall be no evidence of
p]aﬁ g burnish hl;cmring or—detachment of
method the plating

6.8.1.2 Porosity, gas ex- 13c K The requirements specified
posure in the relevant specification

shall be met

6.8.1.3 Porosity. electro- 13d * K The requirements specified

graphic test 13e * in the relevant specification

shall be met
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Tableau 2 — Caractéristiques supplémentaires (a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé) (fin)

N>t o
[ g 9
o s 8 g
o —— 9
N 5% S E
8 | E5¢ 338
Caractéristiques F e — T c -0 Exigences Remarques
23 o =2 S =
L= ©Lw =92
— g w2 O =5
o W | =8& =2
TEU| 2 a9 = &
s, S W @ ‘g STy
Z A= 0 .c 3 m ol
6.8.1.4 Epaisseur de mé- 13t * H L épaisseur doit étre
tallisation {en conforme _a la spécification
dehors[des zones concernée
de confact)
6.8.2 Endurange a la
chaleur \
6.8.2.1 A long[terme * * F durde et la température
o1 étre comnje celles
qui sont indiquées|dans la
écification concergée
6.8.2.2 Controle visuel la F I ne Yoitpaly avoir de”dé-
6.8.2.3 Choc thermique 19¢ Q} igences de la spécifica-
fon eomCernée relatives aux

a) Coupe micrqgraphique

6.8.2.4 Choc t
des trofis
lisés p
taison

a) Coupe micr

hermi

éta

flot-

€

graphique

15b

>

e é/ﬁ

fissuges séparation de la mé-
iSation, des conducteurs,
aux cloques, aux décolle-
ments interlaminaires, doi-
vent étre respectées

Aucune fissure de la métalli-
sation

A vérifier par examgn visuel

A vérifter par examgn visuel

* Voir le troisieme alinéa de larticle 3.
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Table 2 ~ Additional characteristics (to be assessed only when specifically required) (concluded)

Characteristics

Publication 326-2

Test No. IEC

Additional test details

to be specified in the

relevant specification

Specimen of com-
posite test pattern

Requirements

Remarks

6.8.1.4 Thickness of plat-
ing, other areas

13f

%

jus

The thickness shall comply
with the

relevant specifi-

than ¢

6.8.2 Therma
endurar

6.8.2.1 Long

6.8.2.2 Visua
insped

6.8.2.3 Thern|
shock

a) Microsecti

6.8.2.4 Thery
plated
holes

a) Microsecti

bntact areas

ce

tion

AorD

cation

ments for cracking
ion of plating and
conductors, blistering and
aminations of the relevant
specification shall be met

There shall be no cracking of
the platings

A

uratipn and templerature to

be stated in thg relevant
>pecificati0n

Verify by visual expmination

Verify by visual examination

* See the third paragraph of Clause 3.
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7 Impressions pour essais — Cartes pour essais

Pour la définition de carte pour essai, voir le terme 05-02 de la Publication 194 de la CEI.

3269 © CEI

Pour la définition d’impression pour essai et éprouvette composée pour essai, voir la Publication 194 de la

CEI.

7.1 Généralités

Une imjTession pour ¢ssai peut COnsister en:
— une partie de l'impression conductrice (voir Publication 194 de la CEI, te
produgtion (voir Publication 194 de la CEI, terme 05-01) (partie utilisée éga
cette ¢arte imprimée),

— ou une impression pour essai spéciale congue et réalisée particuliefe
d’essajs.

Une impression pour essai (spéciale) peur étre située:

— sur ug
avant

— Ou suj

7.2 Ap

7.2.1 des essais eom
différentes métho@}

tique, agréée par tous

Par exei
Une épr|

Si une cj
carte d’¢
addition
représentée, daps le

impressipn €onductrice. Il convient que la structure indiquée au paragraphe 7.4 soit utilisée.

carte de

i¢ation de

aldes fins

Hétachée

riaux ou
hi inden-

alité).
u 4.

. Si une
couches

helles paut-€tre tilisée. Une impression conductrice convenable pour les couches additiongelles est
tableau 4 et dans la figure 1h. Toutes les couches additionnelles portent

a méme

7.2.2 D’autres essais, par exemple le contréle de la conformité de la qualité ou le controle d’entrée, sont
normalement effectués sur des cartes de production. Des éprouvettes spéciales fondées sur des parties de
Iéprouvette composée (paragraphe 7.3) ou spécialement congues peuvent étre utilisées aprés accord entre

vendeur et acheteur.

7.2.3  Eprouvette composée (CTP)

L’emploi des éprouvettes individuelles de 1'éprouvette composée des figures 1a & 1h permet I'exécution des

essais du tableau 3.
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7 Test patt

For test boa

C — 37 —

ern — Test boards

rd definition, see term 05-02 of IEC Publication 194.

For test pattern and composite test pattern definition, see 1EC Publication 194.

7.1 General

A test patte

— a part of

Publicatio

— or a speci

A (special)

— onatestd

IEC Publication 194, term 05-05),

— Or on a s§

7.2 Applic

7.2.1 Ifco

€ 163t S
processes and facilitie

Example: (

A suitable

n may consist of:
he conductive pattern (see IEC Publication 194, term 01-26) on a prod
h 194, term 05-01) ( and used in the application of that printed board

ard

t

n €C

il test pattern particularly designed and prepared for the purpose of Teshi

est pattern may be located:

bupon (a portion of printed board or a panel usuall o

parate test board (see IEC Publica

ition of test patterus and_testN\bogrds

mparativ

e printed board,

all be cagried oul forexanyple for comparing different materials or produ

EC

see

ction

Where a te ars is adequate, the structure described in Sub-clause 7.4 should be hsed.
Where a tesf boa i six layers is required, the six layer test board with additional layers may be
used. A suitable co pattern for the additional layers is shown in Table 4 and Figure 1h. All addifional

layers bear

the same conduCtive pattern. The structure given in Sub-clause 7.4 should be used.

7.2.2 Other tests, for example quality conformance inspection or incoming inspection, will normally be
carried out on production boards. The use of special tests pattern, either based on parts of the composite test
pattern (Sub-clause 7.3) or specially designed, may be agreed upon between vendor and purchaser.

7.2.3 Composite test pattern (CTP)

Using the single test specimens of the composite test pattern (Figures la through 1h), the tests in Table 3 can
be carried out.
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Tableau 3 — Echantillons et essais
Diamétre Diamétre Diametre
. . nominal nominal des trous d’accés
Echantillon Essai . N
des trous des pastilles du revétement
mm mm mm
A Brasabilité des trous métallisés 0,8 1,8 2,0
Force d’arrachement,
trous métallisés sans pastilles 1,0 —_ ——
C Force d’arrachement des pastilles,
frous non métallisés 0,8 2,0 2P
D Variation de la résistance des trous
métallisés et des interconnexions 0,8 1.8 2,>
E Résistance d’isolement (toute couche) 0,8 2p
F récision des conducteurs — —
G Force d’adhérence et décollement interlaminaire — —
H Brasabilité des conducteurs, revétements de finition — —
J Résistance d’isolement (surfaces externe: 0,8 1,8 2.
K Revétement de finitions zones
les contacts (optionnel) > — —
L Fatigue a la flexion / Epreuye de courant
bour les conducteurs 8 1.8 2
M Résistance d’isolem 0,8 1.8 2]
ndexation et éprou
es filamen 1,0 2,0 2p
7.3 Co
La strudqture dgsscartes Rour essai doit étre telle qu’elie est définie dans le tableau 4.
7.4 Disposttiond'épronvernes cOmposées Muinpies

Si on doit utiliser une carte pour essai ayant une partie active plus grande que la carte pour essai comportant
une éprouvette composée (160 mmx320 mm), on peut utiliser un montage de plusieurs cartes comme indiqué
au paragraphe 7.3. Ces montages doivent étre tels que chaque angle de la partie active de la carte pour essai
(multiple) soit occupé par une éprouvette composée. Les parties vides entre les éprouvettes composées ne
devront pas dépasser les dimensions de I'éprouvette composée. Voir les figures 1a, 1b, 1c, 1d, le, 1f, 1get 1h.
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Table 3 — Specimens and tests

Norminal Nominal Coverlayer
Speci Test hole land Access
pecimen s diameter diameter holes
mm mm mm
A Solderability of plated-through holes 0,8 1.8 2,0
B Pull-out strength, landless plated-through holes 1,0 — —
C Pull-out strength, plain holes 2.2
D Change of resistance of plated-through holes
and interconnections 2,0
E Insulation resistance (all layers) 2,0
F Conductor definition P
G Peel strength and delamination N
H Solderabiltity of conductors, plating finishes —
J Insulation resistance (surface layer: 2.0
K Plating finishes, contact areas (optiona — —
L Flexural fatigue / Curgent proof cond ctor% 8 1.8 2,0
M Insulation resi: 0,8 1.8 2,0
Registration a
(Catho 1,0 2,0 2,2
N\
7.3  Structu
The structar ds shall be as defined in Table 4.

7.4 Multiplearrangement of THe CORPOSIe 1e3T pattern

Where test boards larger (activa area) than test boards bearing one composite test pattern (160 mmx320 mm)
are required, multiple arrangements as shown in Sub-clause 7.3 may be used. The multiple arrangements
shall be such that each corner of the active area of the (multiple) test board is occupied by a composite test
pattern. Unoccupied arcas between the composite test patterns should not exceed the dimensions of the
composite test pattern. See Figures 1la, 1b, 1c, 1d, le, 1f, 1g and 1h.
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Tableau 4 — Constitution des cartes pour essai

Carte pour essai comportant: Six couches Plus de six couches

Petlicule de protection

L1
Adhésif "\ Peliicule
L2 / de protection
L3
Partie souple
Constitution L4
KT X3ete 7
A Pellicule
X2, X4, 3 rotection
L3A, L&
SN
Pellicule de protection X\ \\ '2
ANL4Berc) Pelljcule
< LS \ de protection
NOTE - Les couches L3 et L4 sont s\ \
seules utilisées dans la partie gouple de 6 Ay
I'éprouvette composée. \/
N \J
Nombre de cofiches Six 8-10-12-14-16-18-20-22. etc.

tiliser de préference
le nombre souligné)

Epaisseur totale de la carte

A specifier dans la
specification concernée

épaisseur inal
Stratifiés:
feuitle conduetri

M\af@}véiélectrique
.au moins 25 um
Chacune d’au moins 25 um

Couche isolanfe:

épaisseur
Trous Trous métallisés sauf pour I'échantillon C
Traitement de surface A préciser dans la spécification concernée
Remarques Les impressions doivent étre correctement orientées en fonction de la constitution
choisie

Un espace suffisant doit étre prévu autour de la zone d’impression pour mettre en place
un systéme d’indexation
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Table 1V
Test board with: Six layers More than six layers
Cover layer
L]
™~ .
Bonded area Adhesive L2 Cover layer
B L3
Cover layer Flexible
Structure L3 E L4
FIﬁXib’& Y1 X2 _at N
XX 3ete—
L4 P A
Cover layer dover layer
AN
Adhesive L3A, (3B et
SO N
Cover layer <; N a *
<\L5\ i &{ ste- \ \ Cover layer
L
NOTE - L3 and L4 are the oply Tayers \\/
used in the flexible section of/composite \L6~ AV
test pattern. \/
(\ C
Number of Igyers Six 8110-12-14-16-18-20-22. etc.
underlined
numbers are preferred)
[EN
Total board thickness 115 mm M

/

nominal nes! e g s
- To be specified in the
Laminate: relevant specification
conductiv 0{\ both sides p
um plinimum dielectric
Insulation: material
>each. 25 wm minimum
ts thickness
Holes

All holes plated-through except for coupon C

Surface finis

To be specified in the relevant specification

Remarks

system

The patterns shall be correctly oriented according to the method of construction
Sufficient space shall be provided outside the pattern area to accomodate a registration
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Couche 3/ Layer 3
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Couche 5/ Layer 5
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Couche 6 / Layer 6
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